
Copyright  2017

All Rights Reserved
工業技術研究院機密資料 禁止複製、轉載、外流
ITRI CONFIDENTIAL DOCUMENT DO NOT COPY OR DISTRIBUTE

材化組張致吉

工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK)

2018年06月28日

Share Taiwan research trending in 

Semiconductor Industry 

(最新新科技分享, 半導體的化材應用與演變)

淺談環氧樹脂在半導體構裝的應用與發展趨勢



1
Copyright  2017

All Rights Reserved

大 綱

資料來源：工研院IEK (2017/11)

環氧樹脂特性與應用趨勢

全球半導體構裝市場規模

環氧樹脂相關應用之產業與市場

結 語

從半導體構裝看環氧樹脂的貢獻

構裝技術的產品發展與趨勢

全球構裝材料市場趨勢

產業與市場動態
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環氧樹脂的特性
• 因為有氣體可以大量收縮所以加工性優
• 絕緣性佳
• 耐熱性優
• 密著性佳
• 不同組合的硬化劑與硬化促進劑產生不同特性

環氧樹脂特性與應用

環氧樹脂應用：
• 塗料及黏合劑

• 模鑄各種電子器件、積體電路封裝材料和電路板(PCB)

• 製造工業零件製品等

• 鋁罐內層，尤其是酸性的食品或飲料，例如汽水

• 土木建築結構物補強，可與碳纖維或玻璃纖維搭配使用成為具有極高抗拉強度
的補強材料。

• 用於作為人造石的生產。
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環氧樹脂在電子零組件與半導體構裝應用

一. 半導體封裝材料
• Underfill, CUP(Capillary underfill), Mold underfill

• Liquid Encapsulants

• Mold compounds

• 高導熱材料
• 異方性導電材料(ACF)(NCF)

• DAF

• IC 載板(MIS)

二.印刷電路板(PCB)

• Prepreg

• 銅箔基板
• FR4

• IC (BT/ABF)
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從半導體構裝看環氧樹脂的貢獻

Bonding / Assembly
• C2W, W2W Bonding 

• Wafer-level-underfills

• Strippable Thick Resists & Dry Films For Bumping / Plating

• Wafer-Level-Molding Compounds

• Solder Spheres / Balls

Interposer
• BEOL Wiring Photo-

Resists

• Wafer-level-underfills

• RDL-Organic 

dielectric/passivation 

material

Wafer Thinning

Technologies

• Adhesive Tapes (BG / 

Dicing) 

• CMP pad & slurries

• Cleaning Chemistries

Wafer Handling
• Adhesive Tapes (Back Grinding / Dicing)

• Temporary bonding / de-bonding materials

• Carrier support wafers (Glass / Silicon / 

Metal)

TSV Formation
• Thick Resists Hard Mask For Die

• Dielectric passivation thick resists & dry films for all WLP / TSV 

wafers (BCB, PI, epoxies, SU8, PBO, WPR, Al-X, etc…).

• Sputtering Targets (used in PVD) & Plating Chemistries (ECD, 

Electroless)

• Gas Precursors for CVD / ALD Depositions / Cleaning Chemistries

• Gas For DRIE (C4F6, SF6)

資料來源 : 工研院IEK(2018/06)

高密度載板(ABF)
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資料來源：Gartner, 工研院IEK整理 (2017/10)
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資料來源：工研院IEK整理 (2017/10)

構裝技術的產品發展與趨勢
• 以FO-WLP成長最快(CAGR:32.49%),依序是QFN(12.04%), FI-WLP(8.57%), 

FC-CSP(4.02%)與FBGA(CSP)(2.50%) 仍能保持正成長

420
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全球構裝材料需求與台灣市場趨勢

資料來源：工研院IEK 整理(2017/10)
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• 預估2017年全球構裝材料市場規模為176.0億美元，比2016年成長0.7%
• 我國構裝材料維持在22~25%之間，2012年我國構裝廠大幅調整銅打線使用率，使得

Bonding Wire 中金線需求量銳減，市占率下跌
• 2015年江蘇長電併購星科金朋後，加上國際半導體與構裝廠在中國大陸新建產線，紅色供應

鏈崛起，致使我國在全球構裝材料市場占有率自2016年逐年下降
• 我國構裝材料產值占全球需求市場維持在 16.5~18.0%，主要仍以IC載板與導線架為最大宗
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構裝材料需求以黏晶與封裝膠材最具成長性

資料來源：工研院IEK整理 (2017/10)
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模封材料產業結構

資料來源：工研院IEK 整理

• 半導體封裝材料以轉移型模封材料(Transfer mold)以及壓縮型模封材料
(Compression mold)為主。

• 在BGA，QFP，SOP等封裝大多使用Transfer mold也稱為模塑料的模封材
料作為IC密封材料。

• 由於將IC 晶片浸漬在熔融樹脂中來形成Compression mold 密封材料，具有
減少對晶片表面壓力的優點，需求明顯增加。

• 半導體密封材料主要由環氧型粘著劑樹脂，二氧化矽填料，添加劑等構成。
目前正朝向減少作為樹脂阻燃劑的滷素化合物（溴化合物，氯化合物）的環
境影響的考慮，無鹵素樹脂現在正在擴大。

粘著劑樹脂
（環氧型，
矽型，其他）

二氧化矽填料

添加劑
（阻燃劑，
穩定劑等）

硬化觸媒

半導體封裝材料

用戶
（半導體後處理
製造商等）住友培科, 日立化成

長春石化,松下
京瓷,信越化學
SDI Chemical
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全球模封材料市場規模

資料來源：工研院IEK 整理

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

出荷数量(ｔ） 130,100 136,500 138,500 140,300 141,800 143,000 144,000 144,700

出荷金額(萬USD) 114,002 127,802 124,646 125,531 126,238 126,858 127,300 127,565

(金額)前年比(%) 96.4 112.1 97.5 100.7 100.6 100.5 100.3 100.2

(量)前年比(%) 97.8 104.9 101.5 101.3 101.1 100.8 100.7 100.5
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供應商銷售概況與市占率

供應商

2016年 2017年(e)

銷售量(t) (%)
銷售額

(MUSD)
(%) 銷售量(t) (%)

銷售額
(MUSD)

(%)

住友培科 33,000 24.2 385.9 30.2 34,500 24.9 384.8 30.9

日立化成 19,700 14.4 229.7 18 20,800 15 234.4 18.8

長春石化 17,500 12.8 73.5 5.8 17,600 12.7 69.9 5.6

SDI Chemical 11,000 8.1 78.1 6.1 11,000 7.9 71.7 5.7

Panasonic 9,000 6.6 110.3 8.6 9,300 6.7 112.3 9

京瓷 9,000 6.6 110.3 8.6 9,200 6.6 110.6 8.9

信越化學 8,000 5.9 113.9 8.9 8,500 6.1 116.8 9.4

其他 29,300 21.5 176.4 13.8 27,600 19.9 146.0 11.7

住友培科

24.2%

日立化成

14.4%

長春石化

12.8%
SDI Chemical

8.1%

Panasonic
6.6%

京瓷

6.6%

信越化學

5.9%

其他

21.5%

2016年出貨量136,500噸 (%)

住友培科

30%

日立化成

18%

長春石化

6%
SDI Chemical

6%

Panasonic
8%

京瓷

9%

信越化學

9%

其他

14%

2016年銷售規模12.78億美元(%)
• 日商出貨量比重少但金
額比重高，足見其產品
單價高。

• 台商與韓商則相反，可
見其產品單價低。

• 發展高附加價值產品與
銷售策略成為台商當前
重要課題。

資料來源：工研院IEK 整理
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模封膠產品類型的出貨與元件構裝的應用趨勢

資料來源：工研院IEK 整理

• 2015年由於白色家電和個人電腦市場需求下跌，市場狀況不佳。

• 2016年由於家電相關庫存減少以及智能手機和汽車市場復甦，出貨量達到了13.65萬噸。

• 應用於離散式元件(Discrete) 採用主要為甲酚酚醛(Cresol novolak)，IC主要採用聯苯
(biphenyl)。用於汽車動力裝置對於耐熱性要求較高，產品採用多功能複合樹脂材料。

• 2016年應用於IC和離散元件的構裝(BGA，QFP，SOP)，因封裝尺寸縮小和模組化，需求
量降低。

• 對於功率元件(Power Device)，由於汽車應用的強勁銷售，預計未來出貨量將繼續增長。

• NAND，DRAM，MCP等記憶體應用採用Compression mold 模封材料，Compression 
mold的需求量逐漸增加中，但單價高與Transfer Mold 市占形成拉鋸。

模封膠產品類型的出貨趨勢 模封膠在元件構裝的應用
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終端產品應用動向

資料來源：工研院IEK 整理

主題 發展趨勢

汽車應用擴大 • 應用於汽車電子的封裝材料已經擴大：車載電子元件的
增加，汽車生產單元數量的增加，封裝尺寸的增加等

• 過去使用有機矽封裝材料作為功率元器件，但是從熱膨
脹特性的觀點出發，有望轉向環氧樹脂所取代。

FO-WLP用
封裝材料

• 粒狀，液體和片狀密封材料作為FO-WLP的密封材料已
經開發成功。 FO – WLP用材料已被採納作為蘋
果 ”iPhone” 2016年發布的AP晶片構裝用。

• Nagase ChemteX的液態密封材料需要經過壓縮而成型。
• 未來，FO-WLP用密封材料也正在開發顆粒狀或片狀密

封材料，同時材料也可望獲得改善。

壓縮型
密封膠

(Compression 

Mode)

• DRAM和NAND記憶體已廣泛採用壓縮型密封膠
(Compression Mode)。

• 對於記憶體構裝而言，目前很多都轉換到了壓縮型密封
膠，所以市場需求不會擴大。未來，預計功率元件用的
卡式模封與薄層壓合模組產品用的封膠材料需求會增加。
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封模底部填充膠(Mold underfill)的應用

資料來源：工研院IEK (2017/0817)

• Mold underfill (簡稱：MUF) 兼具密封與保護晶片的功能，屬於底部填充並

能夠覆蓋IC和基板之間。

• 採用MUF進行覆晶封裝，屬於密封處理且為一次工序封裝的底部填充膠，

可降低成本。

• 由於需要使狹窄間隙的內部均勻，所以MUF主要採用20〜30μm的精細填

料。因此，填充劑製造商在底部填充比半導體密封劑供應商具更強的市占

率。MUF 可因量產而降低成本, 應用處理器(AP)的小型化以及基頻處理器

(BB) 已使用.

• MUF比一般半導體封裝材料具有更高的二氧化矽填充量，組成比重為

70~80％。

Filler (silica)

添加劑
(安定劑、耐燃劑)

粘合劑樹脂
（環氧樹脂

等）

硬化劑

模具底部填充膠
(Mold underfill)

user

(IDM, OSAT)

Apple, Samsung El., 

MediaTek, HiSilicon, 

SpreadTrum, Micron 
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封模底部填充膠 (Mold Underfill) 市場規模

2015 2016 2017e 2018(f) 2019(f) 2020(f) 2021(f) 2022(f)

Mold underfill出貨金額(MUSD) 42.9 50.1 50.0 51.8 53.3 54.7 55.6 56.4

Mold underfill出貨量(ｔ） 1,220 1,310 1,400 1,480 1,530 1,570 1,600 1,630
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資料來源：工研院IEK (2017/0817)
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產品應用動向

資料來源：

主題 趨 勢
MUF • 使用MUF，可以省去昂貴的底部填充和縮減製程步驟，為降低成本MUF

的需求正在增加。
• 填充物直徑為20μm的MUF與0.3毫米針間距封裝(pin-pitch package)

相容。
• 直徑10μm規格的填充料昂貴，用量有限，並且填充物直徑小的MUF難

以用於間隙大的區域，預期30μm以上繼續使用。未來，填充物直徑逐
漸切換到20μm的規格。

FO-WLP • 未來FC的封裝將以 FO-WLP的替代邁進，MUF的需求將漸減，擔憂對
市場的影響。

• 另一方面，正在開發 FO-WLP用具有MUF功能的片狀(Sheet Type)密封
材料。

User 

request

• 記憶體製程薄型化已成為規則，採用填充物的產品似乎不會散發
出由焊料等發出的α射線，雖然目前少有製造商提出填料的要求，
但未來是趨勢。
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底部填充膠的應用
 底部填充膠(Underfill)是用來防止封裝在基板的晶片，因受外力或應

力影響，造成濕度和溫度的變化而被破壞、腐蝕。

 主要用於一次封裝，產品分：

• 毛細填充（Capillary Underfill ，簡稱：CUF），約40％固化劑

和約60％的二氧化矽填料的環氧樹脂。

• 非導電性粘著劑（Nonconductive Paste，簡稱：NCP），環氧

樹脂和二氧化矽填料幾乎佔一半。

• 非導電底部填充薄膜（Nonconductive Film，簡稱：NCF）

• 底部填充膠用在 FC-BGA / CSP, WLP (Wafer Level Package), 

COF 的封裝基板上，為液體狀、可固化的樹脂，填充在凸塊(如

焊錫球)之間的間隙。

液態
環氧樹脂

矽烷
偶合劑

無機填料

底部填充
使用者

（IDM、OSAT）

資料來源：工研院IEK (2017/0817)

信越化學, 住友培科
Namics , 日立化成
Henkel, SDI Chemical
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底部填充膠市場規模

資料來源：工研院IEK (2017/0817)

2015 2016 2017e 2018(f) 2019(f) 2020(f) 2021(f) 2022(f)

underfill出貨金額(MUSD) 88.5 99.2 95.2 94.7 93.8 92.2 89.8 87.6

underfill 出貨量(t） 102 105 107 108 107 106 105 103
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底部填充膠產品類型的出貨與元件構裝的應用趨勢

資料來源：工研院IEK 整理

底部填充膠產品類型的出貨趨勢
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Logic IC

底部填充膠在元件構裝的應用

• 2016年PC市場仍疲軟，通信設備和伺服器的出貨量增加，用於FC-CSP的封模底部填充
(MUF)超出預期，因此出貨量為105噸，銷售額為9,923萬美元。對於Logic IC 應用而言，沒
有更換MUF的動作，需求量達到76噸,但預計未來將小幅下滑。

• 與MUF相比，底部填充膠在可靠性和填充性方面較優，並且在大尺寸的FC-BGA中CUF需求
可望增加，但因構裝技術轉向FO - WLP，需求從CUF轉向MUF，預計2018年將下滑。

• 產品應用主要在載板的FI/FO-WLP製程，車用半導體封裝，PoP的強化等，比現有的二次封
裝用膠材品質好，需求日益增多。

• 對於Logic IC應用來說，由於PC多採用FC-BGA，未來出貨量似乎會下降。

• 對於COF而言，由於TV 轉換高解析率，安裝的LCD驅動器IC數量增加，因此對於底部填充
市場稍有擴大。
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Mold Underfill 與Underfill 總和統計市場規模

資料來源：工研院IEK (2017/08)

2015 2016 2017e 2018(f) 2019(f) 2020(f) 2021(f) 2022(f)

Mold underfill出貨金額(MUSD) 42.9 50.1 50.0 51.8 53.3 54.7 55.6 56.4

underfill出貨金額(MUSD) 88.5 99.2 95.2 94.7 93.8 92.2 89.8 87.6

underfill 出貨量(t） 102 105 107 108 107 106 105 103

Mold underfill出貨量(ｔ） 1,220 1,310 1,400 1,480 1,530 1,570 1,600 1,630
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Die Bond Film/Paste 產業結構

Filler (silica)

添加劑

樹脂
（環氧系列）

離形膜

黏著劑
Die Bond 

Film

DC tape

user

(IDM, OSAT)

(新日鐵住金化學)

(三菱化學), 

Admatechs

由於需要耐熱性，所以採用作為熱固性樹脂的環
氧樹脂。
二氧化矽填料是為了降低熱膨脹係數等而添加
的。

Filler

(Silica, Ag, 

others)

添加劑

樹脂
（環氧系列）

Die bond 

paste

user

(IDM, OSAT)

資料來源：工研院IEK (2017/0817)
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Die Bond Film/Paste 市場規模

年次 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

出荷数量
(1,000枚）

22,100 25,000 26,800 28,600 31,000 32,500 34,000 35,300

出荷金額
(MUSD) 

101 142 146 154 163 170 177 181

年次 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

出荷数量(t） 95 97 99 101 103 105 107 109

出荷金額
(MUSD)

183 230 237 253 274 288 301 312

Die Bond Paste 

Die Bond Film

資料來源：工研院IEK (2017/0817)
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半導體後工程 IC Maker

(Design House)

IC製造Maker半導體後工程

①設計②認定 ②認定

⑤供給
④支給

③供給

⑥供給

IC基板
• Kyocera SLC …

• SEMCO

• LG Innotek

• Unimicron

• Kinsus

• PPt.

封止材料
• 住友培科(Sumitomo 

Bakelite)

• 日立化成
• Panasonic

• 信越化學工業
• Kyocera …

• Henkel

Underfill

• 日立化成
• Henkel

• Panasonic

• …

Inner Bump

•千住金屬工業
•三菱…

• Duksan Hi –Metal(德
山)

• MK Electron

日本
• 新光電氣工業
• …

臺灣
• ASE

• SPIL

• Powertec (PTI)

美國
• Amkor

中國大陸(Singapore)

• STATS ChipPAC

韓國
• Samsung El.

日本
• 東芝
美國
• Intel

• AMD

• Global 

Foundries

台灣
• TSMC

• UMC

韓國
• Samsung El.

中國
• SMIC

日本
• 東芝
美國
• Apple

• Qualcom

• TI

• Intel

• AMD

• NVIDIA

台灣
• MediaTek

韓國
• Samsung El.

中國
• Hi Silicon

• Rock Chip

• Spread Trum

• Am Logic

• Lead Core

資料來源：富士經濟 Chemical Report No. 1203

半導體封裝用材料供應商
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兼顧安全舒適與節能環保的汽車電子
驅動未來構裝技術與材料需求

資料來源：SEMICON Taiwan 2017 研討會內容 (2017/10)
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手機世代演進讓材料規格越來越嚴苛

• 功能越來越多, 頻寬要越寬, 無線傳輸方式要多種, 需要電池的支援要越強
• 元組件之間的傳輸要夠快, 基板反應要跟進,

• 滿足多方需求,主機板尺寸越來越小, 散熱是問題
• 促進WLP 的元件數增加

資料來源：工研院IEK整理 (2017/11)

iPhoneXiPhone3G/3GS

H:115.5 mm

W:62.1 mm

D:12.3 mm

iPhone4/4S

H:115.2mm

W:58.66mm

D:9.3mm

iPhone5/5S

H:123.8 mm

W:58.6 mm

D:7.6 mm

iPhone6/6plus

H:138.1/158.1mm

W:67.0/77.8 mm

D:6.9 /7.1mm

iPhone7/7Plus

H:138.3/158.2 mm

W: 67.1/77.9 mm

D: 7.1/7.3 mm

H: 143.6 mm

W：70.9 mm

D：7.7 mm
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晶圓級構裝 (Wafer-level Packaging) 市場大、成長快速，主要來自於
智慧型手機應用的驅動

智慧手機的發展
驅動晶圓級構裝(WLP)需求

資料來源：工研院IEK整理 (2017/10)
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• 終端產品：以智慧手機、穿戴式裝置、車用電子、伺服器為主流，其中穿戴
式裝置與伺服器在2014年剛起步

• 預估2017年智慧手機市場約有 15.3億支，穿戴式裝置(以健康監控, 運動記
錄為最大宗..) 約1.1億只, 車用電子約 9350萬台, 伺服器約 1100萬台

1,530
1,737

110.0

307.4 

93.5

11.0

0

500

1000

1500

2000

2013 2014 2015 2016 2017e 2018(f) 2019(f) 2020(f) 2021(f) 2022(f)

單

位

:

百

萬

支(

台)

Servor

Automotive

Wearable Devices

Smartphone

主流終端產品需求市場不斷擴增
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Conventional BGA 

Packages

Wafer Level Package

Fan Out

•Standard Package Outline

•Wire & Flip Chip Bonding

•Mature Processing

Fan Out

Die First RDL First

增層或
RDL材
料:味之素,積

水,陶氏化學

模封材料:
日立化成,住友
培科,崇越(類)BT 載板核層:

三菱瓦斯, Doosan,

南亞(少量)

BMI+環氧樹酯:日立化
成,聯致

底膠材料:
日立化成,

住友培科,

信越化學
防銲材料:

Taiyo 

Fan Out

高階構裝材料由外商主導

黏晶材料:
日立化成,南亞,
信越化學,冠品
化學

半導體製程技術已逼近物理極限，尖端構裝技術將是延續半導體微縮及系統整合之主要關鍵。

資料來源：工研院IEK整理 (2017/10)
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Fan Out WLP 材料需求市場正在成長

資料來源：Yole (2017)
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Fan Out WLP 用材料：光阻劑，介電材料，模封材料，玻璃載具
2015-2021年 CAGR 總體材料市場:41.7%

光阻劑：64.8%
介電材料：57.0%
模封材料：19.5%
玻璃載具：56.2%
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廠商動態

資料來源：工研院IEK (2017/11)

住友培科長期經營加強擴建生產各種終端應用之半導
體級封裝材料
−在新加坡擴大半導體封裝用環氧樹脂密封劑的產線，並計劃
在2019年引進具環保新設備，另聚焦於車用產品的市佔率。

−在印刷電路板上開發了半導體級封裝技術，並積極擴展業
務。

−半導體封裝材料朝向車載ECU發展，並開拓在海內外車載需
求，在比利時建立開放的實驗室，打入歐洲汽車零部件供應
鏈，模封技術目標是在十年後的銷售額翻倍。

−在中國以功率半導體的捲帶式封裝為主要目標市場。擴張東
南亞據點銷售離散式半導體元件封裝用環氧模封材料。
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全球各國構裝材料市場比重變化的交叉點

資料來源：工研院IEK整理 (2017/10)
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無錫
Jantech精密工業 L

新光電氣 L

無錫華晶導線架 L

E‘Dale技術 M

無錫創達電子 M

江陰市
寧波市康強 L

Chaojingda Lvsu W

三鑫電子 L

蘇州
景碩 S

住友礦山 L

欣興 S

Hitachi Cable L

住友培科 M

崑山
MK Electron         W

長興材料 M

南亞 S

常熟
賀利氏材料 W

長春人造樹酯 M

張家港
順德(SDI) L

寧波
寧波Aisike L

寧波東昇 L

寧波華龍電子 L

寧波康強電子 L,W

餘姚市
浙江華錦 L

浙江恆耀 M

杭州
日鐵微金屬 W

田中電子工業 W

嘉興
肯利精密工業 L

紹興
紹興華立電子 L

上海
ASE材料 S

三井 L

上海東錢 L

TTM S

宏和電子 G

樂清市
浙江佳博 W

福州
LG Innotek L

廈門
廈門傑欣精密 L

廈門永紅 L香港
肯利精密 L

Possehl集團 L

汕頭
NicheTech W

深圳
ASM太平洋技術 L

深南電路有限公司 S

深圳寵惠表面技術 L

建滔集團 CCL

中山市
Ackotec電鍍 L

榎本 L

復盛 L

珠海
方正珠海 S

東莞
東莞財神金屬 L

三井高科技 L

Possehl集團電子 L

QPL L

生益電子 CCL

廣州
森快捷電路科技 S

豐江微電子 L

廣州市嘉博 W

連州
建滔玻纖布

昆明
貴研鉑金屬 W

遂寧
四川金灣電子 L

四川贏家 W

成都
金銀精煉廠 W

住友礦山 L

重慶天勤 G

天水
天水華洋 L

武漢
EPM材料 A

濟南
濟南景恆山田 L

連雲港
漢高華威 M

江蘇Sinopaco M

HHCK M，A

台州
泰興永誌 L

寧波華龍 L

煙台
YESNO W

招遠市
賀利氏材 W

招金康福 W

泰山玻纖 G

天津
三井高科技 L

超精細電子 W

世星電子材料 W

北京
北京Doublink焊料 W

科華新材料 M，A

北京中信太和 M

聊城市
北科 W袁州

Kedadingxin W

河南
濟源Youkwire電材 W

林周光遠玻纖 G

靈寶華鑫銅箔 C

南京
南京長江 L

銅陵
豐山Microtech L

A:粘晶材料/ 底部封膠
L:導線架
M:固態模封材料
S:載板
W:連接線
G:玻纖布
C:銅箔
CCL:銅箔基板

資料來源:SEMI，工研院IEK整理(2017/11) 

(參考)紅色供應鏈與台商現狀

江西
江西銅業 C
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中國大陸半導體產業規模戲劇性的成長

0

10

20

30

40

50

60

70

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

單

位

:

B

U

S

D

IC Design

IC Manufacture

IC Packaging
&Test

資料來源：SEMICON Taiwan 2017 研討會內容 (2017/10)

 中國大陸半導體產業16年來不斷成長
 產業仍處於成長期階段，拜穩定的政局與經濟環境之賜，將有助於產業持續的成長
 中國政府的策略是”Made in China 2025”

 目標是在半導體產業自給自足
 營收成長目標在2016-2020年的CAGR 達20%

 國家投資約 210億美元(國營企業+各地方政府與私募創投資金) (Citi Resaerch估計)

 10% 在 IC設計
 50% 在生產
 30% 在 OSAT, 材料與設備
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結 語

資料來源：工研院IEK (2017/11)

• 終端產品：以智慧手機、穿戴式裝置、車用電
子、伺服器為主流，智慧型手機仍是最大市場，
主導 PCB的應用趨勢也驅動構裝技術的發展。

• 關鍵材料大多掌握在國際大廠並具主導權。

• 除了因應下世代的通訊需求，國際大廠積極佈局
產線供應外，在車用電子的需求亦為打入零組件
供應鏈而就地成立研發中心，並以十年為其市場
版圖長期投入。

• 與其說中國大陸半導體產業規模為戲劇性的成
長，在併購、政策、投資獎勵與強大的市場吸磁
等共同效應，不如說是策略性的輔導成長與長期
深耕。
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IEK2020願景：引領台灣產業價值創造的國際級智庫
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